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Eleccion Excepcional

Ninguna otra tecnologia es mas compacta, eficiente o flexible que Plateflow.

Facil para instalar y mantener

@Facil para instalar y mover

@ Facilmente expansible y facil para inspeccionar o limpiar

@®Una unidad de apertura y cierre estandar que no requiere desconectar la tuberia

@ EI Plateflow tiene flujo vertical, asi gue las conexiones de entrada y salida estan
arriba y abajo una de otra y en el mismo plano para una facil instalacion

®Herramientas especiales no son requeridas para abrir y cerrar la unidad )
@EI disefio de apriete de los tornillos permite una apertura y un cierre de la unidad %’y
desde la placa soporte '

®Conexiones con birlos que soportan cargas de tuberia alta en las boquillas

®Con conexién con birlos, no se requiere soldar

Columna Soporte

Barra de Transporte

Placa de Presion

Paquete de Placas
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Placa Soporte
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Barra Guia

@ Tornillos de Apriete
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Empaque

Placa de Transformacion de Calor




Diseito Compacto. iz

Los cambiadores de calor Plateflow suministran mas transferencia de
calor en menos espacio. El disefio Plateflow es compacto y eficiente.
® Los modelos Plateflow tienen un area superficial mas alta
a las relaciones de transformacion de volumen, gue los cambiadores
de calor convencionales de concha y tubo.
® Plateflow ofrece coeficientes superiores de transformacion de calor,
gue los cambiadores de calor de concha y tubo. Esto es obtenido
a través de los disefios Unicos de placa que generan una alta
turbulencia.

® Plateflow ofrece el flujo a contracorriente verdadero. Esto quiere decir

gue maximiza la diferencia de temperatura entre los liquidos. v y ,
Estos atributos permiten que Plateflow ejecute la misma aplicacion, con solamente un tercio a un quinto del area superficial
de un cambiador de calor convencional de concha y tubo. Las posibilidades superiores de transformacion de calor, hacen
de Plateflow una opcién excepcional para las aplicaciones de transformacion de calor, como la recuperacion de calor, las
aplicaciones con los liguidos viscosos y las situaciones grandes de los cruces de temperatura.

ITT ofrece una opcién numerosa de modelos y opciones para satisfacer sus requerimientos determinados de

transformacion de calor.

EfiCiente. tCr(aslr;;?a Plateflow.

Plateflow utiliza una combinacion de placas de transformacion de calor estilo cheurén (forma de V invertida) en
sucesion entre una placa soporte y la placa de presion. Las placas transformadoras de calor tienen agujeros en
las cuatro esquinas. Estos agujeros forman un cabezal que distribuye los liquidos respecitivos a las caras opuestas
de cada placa cuando las placas se alinean. Los liquidos son confinados a la superficie del transformador de calor

de la placa o del orificio como apropiado, con las juntas elastoméricas.
El flujo a contracorriente es obtenido con un liquido dado gque viaja encima de una cara de una placa y el
otro liquido abajo de la cara opuesta de la placa. Los modelos del cheurén de la placa crean el metal
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alas puntas de contacto del metal entre las placas adyacentes parala fuerza agregada.
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Esto permite presiones diferenciales iguales a la presion de disefio. El ensamble

entero es retenido junto con tornillos de apriete. Las barras de Transporte y
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guia se utilizan para obtener la alineacién apropiada
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El disefio de Plateflow es extremadamente flexible.
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Tecnologia Avanzada'dePIac:

Empaques. Mantenimiento bajo.

Los modelos de Plateflow, incluyen un empaque moldeado de una sola pieza.
Este empaque estandar esta disefiado con dos anillos para confinar cada

fluido alaregion del puerto apropiado de la placa, una region de campo del

empague para confinar el fluido al area de transferencia de calor de la placa 'y

® El doble empaque previene una regién venteada entre ellos. Este disefio crea un empague doble con una
la contaminacion cruzada trayectoria de fuga a la atmésfera a través de la regién venteada, para

prevenir cualquier contaminacion cruzada de los fluidos, debido a una falla del
empague. Una fuga debida a una falla del empaque, es descubierta como un
goteo a la atmosfera previo a cualquier cambio a una contaminacion cruzada.

ITT o frece diferentes opciones de empagues s in adhesivos, asi como
empagues pegados.

Placa Soldada. s-ore

El disefio semi-soldado de Plateflow extiende la aplicacion
de envoltura de tecnologia de transferencia de calor de la
placa, a las aplicaciones que son agresivas a los elastémeros
estandar y a otras aplicaciones donde es critica la prevencion
de la fuga.

El disefio semi-soldado de Plateflow uiiliza dos placas laser

soldadas juntas para formar un cassette. Los cassettes forman

-~ Empaque Circular
los canales dentro de los cuales el fluido fluye por /Vﬁ b=
. . Yo VA
el lado soldado. Dos empague del tipo anillo "O" (7

Las unidades Plateflow soldadas
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y un empaqgue de campo, se usan entre los cassettes || ) )
son ideales para el manejo de

:.: fluidos agresivos.

adyacentes de la misma manera gque un empague
tipico en el disefio estandar de Plateflow.

Los empaques anillo "O" confinan el fluido del lado
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soldado entre los cassettes adyacentes y se pueden

hacer Teflon altamente resistente o de otros

materiales tradicionales de elastomeros. El disefio /t\_ %
elimina la superficie de empaque expuesta Cassettes "‘--/////
al lado soldado en aproximadamente 90%. 'ﬁ

EL Plateflow Semi-soldado es excepcional para Empaque de Campo

refrigerante, producto quimico agresivo, o cualquier

aplicacion donde se desea la reduccion del contacto del
liguido con los elastémeros.

Fluido agresivo

Fluido no agresivo



Tecnologia Avanzada'de’1aca

Pared Doble. i

La naturaleza del disefio basico de Plateflow incluye una caracteristica de empaguetamiento doble para proteccion

extra contra la falla del empague. Con las unidades de doble-pared, esa proteccion adicional es ampliada también
para proteger contra falla de la placa. Dos placas se colocan junto con un mecanismo unico de sellado enlos

agujeros de los puertos para formar a un ensamble Empaque_ /Haca Témnica de Doble Pared
~a

con un espacio de aire entre las placas. No hay

soldaduras. Esta caracteristica Unica protege
contra la contaminacion de un fluido por otro. Si

una de las placas se corroyeray desarrollara una
fuga, elfluido seincorporaria el espacio de aire y oA

saldria a la atmosfera, en vez del pasillo opuesto a

la entrada. Salida de Fluido ” 4
ala Atmagfera

Flui 0 Libre‘ Libre de Preocupacion.

Las unidades de flujo libre ofrecen las mismas caracteristicas
de los modelos basicos de Plateflow, con la
ventaja agregada de la excepcional resistencia
a atascarse por las aplicaciones de fibra alta o
de fibra gruesa. Las caracteristicas minimas de
los modelos de Flujo libre de ITT o no puntos

de contacto metal a metal entre las placas
adyacentes para reducir los puntos de particulas
a retener en las placas. Los modelos de Flujo
libre pueden manejar fluidos con particulas,

pulpa o materiales fibrosos hasta 2 mm en

diametro y 5 mm en longitud. La caracteristica

de Flujo libre es ideal para la recuperacion de

calor en pulpa y papel o proceso guimico,

donde se utilizan agua colada, agua blanca,

suspension acuosa con fibras o fluidos con alta

viscosidad.




Versatilidad.

Construccion
Adaptable.

Una variedad amplia de materiales de construccion de placa esta disponible, incluyendo los aceros inoxidables
304 o0 318, el Titanio, Hastelloy, Incolloy, y otros materiales. Los varios tipos de conexion estan disponibles para

corresponder con los requisitos de aplicacion. La pared semi-soldada, empaguetada, doble pared y placas de

flujo libre estan disefiadas para guardar una variedad amplia, de aplicaciones.

Datos Técnicos

Desemperio: Rango de Flujo Maximo Hasta 23500 GPM
Area de Tranferencia de Calor Maxima (ft?) Hasta 20000 ft?
Conexiones: Boquillas NPT-Tamario (pulg) Desde 1 pulg hasta 3 pulg
Conexiones Permeadas ANSI-Tamario (pulg) Desde 4 pulg hasta 18 pulg

Materiales de Conexion

Acero al Carbén, pintado Epéxico,
Acero Inoxidable, Titanio, Hastelloy, Hule

Construccion: Materiales de Placa

Acero Inoxidable 304 y 316, Titanio, SMO 254,

Hastelloy, Incolloy, Paladio-Titanio

Materiales de Empaque

Nitrilo, EPDM, Vitén, Neopreno,
EPDM y Nitrilo Alta Temperatura

Presiones de Disefio del Soporte

Disefios Estandar de 150 PSly 300 PSI *

Temperaturas de Disefio -31°F Hasta 338 ° F
* Disefio de Soportes que excedan de 300 psi
estan disponibles cuando sean requeridos.
. o] :
Gama Amplia m]
(+
arle a « de Productos. m}/\
OWO,
152~
AN { :/ )

libs:ab @® ¢’]p33@ P1 3n®
=L LT
(Sere® OGO,

e OO 1A
?3? "@;@7‘ P47 @P 60@ LS
&=p O™0)
D ON©

®°®

B e e e =

@8 le..0 @~9 ©.9 OEO ONO

Placas Empaquetadas




Tipos de Conexion Multiple
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Conexi6n Roscada Estandar Conexion Roscada con Conexion Permeada Estandar Conexion Permeada con
Boquilla de Aleacién Recubrimiento de Aleacion
Opcional
[\\ Placas Térmicas de Longitud Variable
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Desconexion Rapida

(2) Placas Térmicas Largas (1) Placa Térmica Larga (2) Placas Térmicas Cortas
Canal "TL" (1) Placa Térmica Corta Canal "TK"
Canal "TMM"
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PRODUCTOS
Cambiadores de Calor
ESTANDAR de Casco y Tubo pre-ralizados

para calentamiento y

ITT enfriamiento en general.

DISENADOS EFICIENCIA.

PARA SATISFACER
CADA
REQUERIMIENTO
DE APLICACION
DE CALOR.

Cambiadores de Calor concebidos
y fabricados por especificaciones
| para Procesos y otras aplicaciones
de Calentamiento y Enfriamiento.

Cambiaroes de Calor Brazepak
Cambiadores de Calor

FanEx® aire/aceite

aire/aire o airefagua.

compactos soldados al vacio
para proposits generales.

Condensadores
de vapor

empaquetados.

Serpentines de
transformacion de
calor.
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